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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D’EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 3: Assemblage
au moyen de trous traversants

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialé

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gdestions™

3) Les documents produits se présentent sou tions internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques {rappoxts echnlq es ou\guidesg et agréés comme tels par les Comités
4) Dans le but d'encourager l'unification internati Qmite natlonaux de la CEI s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure
nationales et reglonales Toute dlvergenc 8 meNde fa CEl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune proc o| émme indication d’approbation et sa responsabilité
) dé a l'une de ses normes.

I'objet de droit

6) L’attention est atti fait i Iéments de la présente Norme internationale peuvent faire
responsable de

La Norme intern Y a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

FDIS Rapport de vote
91/334/FDIS 91/351/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la
CEI 61192, sous le titre général, Exigences relatives a la qualité d’exécution des assemblages
électroniques brasés

Partie 1: Généralités
Partie 2: Assemblage par montage en surface

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS FOR
SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 3: Through-hole mount assemblies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sandar' ation comprising

international co-operation on all questions concerning standardlzatlon in the ele d e ectrlc fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International &ta prearatlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and nop<gevermmenta orga zatigns liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIon wi Organization

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ Qe M . een the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica 2 Ress)\ asNpgarly as possible, an

3) The documents produced have the form of recommend i i se and are published in the form
of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, S it ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum /exient possi their national and regional standards. Any
dlvergence between the IEC Standard and the S ional or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markiQg pre indi oval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to the ik 9 enfents of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC ible for identifying any or all such patent rights.
International Sta:; been prepared by IEC technical committee 91

Electronics assem

The text of thj based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/334/FDIS 91/351/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the
general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 1: General
Part 2: Surface-mount assemblies
Part 4: Terminal assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEIl 61192, combinée a la CEl 61192-1, est utilisée pour satisfaire aux
exigences relatives au produit fini définies dans la CEl 61191-1 et la CEI 61191-3.

Cette norme peut étre utilisée pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs des
montages électroniques au moyen de trous traversants de spécifier, dans le cadre d'un contrat,
de bonnes pratiques de fabrication.

Les exigences et lignes directrices respectives relatives au montage en surface et aux fixations
par bornes sont données dans des normes séparées mais apparentées.

@%
S
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192, combined with IEC 61192-1, is used to meet the end-product
requirements defined in IEC 61191-1 and IEC 61191-3.

This standard may be used to enable the suppliers and users of through-hole electronic
assemblies to specify good manufacturing practices as part of a contract.

The respective requirements and guidelines for surface-mount and terminal assemblies are
included in separate but related standard.

@%
S

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61192-3 2002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61192-3-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61192-3-2002

-14 - 61192-3 O CEI:2002

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D’EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61192 spécifie les exigences générales en matiére de qualité
d'exécution des montages par brasage, au moyen de trous traversants des substrats
organiques, sur des cartes imprimées et stratifiées similaires, fixés a de substrats
inorganiques.

Elle s'applique aux assemblages entierement ou partielleme e envde trous
traversants incluant des techniques par montage en su i techniques
d'assemblage associées, par exemple bornes, fils.

2 Références normatives

di enab I'application du présent
edition citée s'applique. Pour les références non

Les documents de référence suivapts\son
document. Pour les références datées)\seule
datées, la derniére édition du documeh
amendements).

CEl 60194, Conception,/fakrication des cartes imprimées — Termes et

relatives aux e 3 ctrigues\et\élettroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surfasge

CEIl 61192-1, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 1: Généralités

CEl 61192-2, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 2: Assemblage par montage en surface

CEl 61192-4, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS FOR
SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 3: Through-hole mount assemblies

1 Scope

This part of IEC 61192 specifies general requirements for workmanship in
soldered assemblies on organic substrates, on printed boards, and ¢
attached to the surface(s) of inorganic substrates.

hrough-hole mount
sjlar laminates

It applies to assemblies that are totally through-hole or mixed asse surface-

mounting or other related assembly technologies, for example,

2 Normative references

technologies

IEC 61191-2, P,
surface mount s

IEC 61192-1, Workmapship requirements for soldered electronic assemblies — Part 1: General

IEC 61192-2, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 2: Surface-
mount assemblies

IEC 61192-4, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 4: Terminal
assemblies
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61192, les définitions de la CEIl 60194
s'appliquent.

4 Exigences générales
Les exigences de la CEl 61192-1 sont obligatoires pour la présente norme.

4.1 Classification

de classification ainsi que le statut du produit pour chaque nivead so
CEI 61192-1. En général, le statut est subdivisé en trois états de qQualité d'exécutionncomme
suit:

a) cible;

b) acceptable;
c) non conforme.

4.2 Contradiction

Il convient d'utiliser une vision binoculaire au moyen d'une simple loupe grand champ. Un
grossissement d'au moins 3x doit étre utilisé pour les ensembles classiques de cartes
imprimées insérées. Des grossissements supérieurs a 10x ne seront pas utilisés pour les
contréles courants a balayage a grande vitesse mais seront parfois nécessaires pour des
diagnostics détaillés ou a des fins d'arbitrage.

4.4 Interprétation des exigences

Sauf indication contraire de l'utilisateur, le terme «doit» signifie que I'exigence est obligatoire.
Tout écart par rapport a une exigence «obligatoire» requiert I'acceptation écrite de I'utilisateur,
par exemple au travers du dessin d'assemblage, de la spécification ou d'une clause
contractuelle.

Les termes «il convient de» et «peut» concernent respectivement des recommandations et des
lignes directrices et sont utilisés pour exprimer des dispositions non obligatoires.
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3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61192, the definitions of IEC 60194 apply.

4 General requirements
The requirements of IEC 61192-1 are mandatory for this standard.

4.1 Classification

evels\A, B, and C.
h leveNare given in
\S:

The classification of assemblies is divided into three levels, that is,
Definitions of the classification categories and the status of product for &
IEC 61192-1. In general, status is divided into three workmanship conaiti

|

a) target;
b) acceptable;
¢) nonconforming.

4.2 Conflict

this standard,;
other docum@

4.3 Inspection tet

x shall be used for conventional inserted printed-board assemblies.
an 10x will not be found practicable for routine high speed scanning
inspection, but will be needed sometimes for detailed diagnosis or referee purposes.

4.4 Interpretation of requirements
Unless otherwise specified by the user , the word "shall" signifies that the requirement is

mandatory. Deviation from any "shall" requirement requires written acceptance by the user, for
example, via assembly drawing, specification or contract provision.

The words "should" and "may" reflect recommendations and guidance, respectively, and are
used whenever it is intended to express non-mandatory provisions.
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5 Processus de préparation des composants

Les processus de préparation des composants doivent étre effectués conformément aux
exigences de l'article 6 de la CEl 61192-1, en utilisant les méthodes décrites a cet égard.

5.1 Formation des sorties

(3

g

Perle de
brasure

N

Soudure

extension des sorties

Acceptable — Niveaux A, B, C

y

R Les sorties rectangulaires
doivent utiliser I'épaisseur T
comme diametre D de la
sortie

La sortie n'est ni déformée ni fissurée.

IEC 2833/02

Figure 2 — Formation des sorties, rayon de courbure

Tableau 1 — Exigences relatives a la courbure de sortie

DouT Niveaux A, BetC
mm R min.
<0,8 1D
0,8a1,2 1,5D
>1,2 2D
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5 Component preparation processes

Component preparation processes shall be carried out in accordance with the requirements of

clause 6 of IEC 61192-1, using the methods described therein.

5.1 Lead forming

(3

g

Solder
bead

gad extension

Acceptable — Level A, B, C

y

R Rectangular leads shall use
the thickness T as the lead
diameter D.

Lead is not kinked or cracked.

IEC 2833/02

Figure 2 — Lead forming, bend radius

Table 1 — Lead bend requirements

DorT Level A, B and C
mm Min. R
<0,8 1D
0,8t0 1,2 15D
21,2 2D

Full document details: IEC 61192-3 2002
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Ce paragraphe s'applique aux fils et aux sorties de composants installés sur des cartes
imprimées a configuration droite traversante ou rivée.

5.2.1 Avancée des cartes imprimées — Droite traversante et rivée partiellement

Figure 3 — Sorties droites et ri

IEC 2834/02

IECV'2835/02

Cible — Niveaux A, B, C

L'avancée des sortie
la plage d'accueil e
dans les spécification

des fils au-dela de
L ou\telle que définie
s ou le dessin.

L=1,0mm nop

sorties dépassent la plage d'accueil
selon les valeurs minimale et maximale
spécifiées de L, a condition qu'il n'y ait
aucun risque de non-respect de l'espace-
ment électrique.

2 Pour les cartes a simple face, I'avancée L
de la sortie ou du fil doit étre au minimum
de 0,5 mm pour tous les niveaux.

3 Pour les cartes a trous traversants
métallisés de plus de 2,3 mm d'épaisseur,
les composants dont la longueur des
sorties est prédéfinie, (boitiers DIP,
douilles), I'avancée des sorties peut étre
invisible.

Figure 4 — Avancée des sorties

Tableau 2 — Exigences relatives a I'avancée des sorties

Niveau B

Niveau C

mm

L min.

L'extrémité est visible dans la brasure

mm

L max.

2,5

1,5

Full document details: IEC 61192-3 2002
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5.2 Lead protrusion and clinching

This subclause applies to wires and component leads installation in printed boards in a straight

through or clinched configuration.

5.2.1 Printed-board protrusion — Straight-through and partial clinching

Target — Level A, B, C

The protrusion of lead
land is L or as specifi
drawing.

and wires beyond the
e specification or

L =1,0 mm non

IEC 2834/02

Figure 3 — Straight and partia

evel A, B, C

The Igads protrude beyond the land within

e—specified minimum and maximum L,
provided there is no danger of violating
electrical spacing.

2 For single-sided boards, lead or wire
protrusion L shall be at least 0,5 mm for all
levels.

3 For plated through-hole boards thicker
than 2,3 mm, components with pre-
established lead lengths (DIPs, sockets),
lead protrusion may not be visible.

re 4 — Lead protrusion

able 2 — Lead protrusion requirements

Level B Level C
L min. N .
End is visible in the solder
mm
L .
max 25 1,5
mm

Full document details: IEC 61192-3 2002
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5.2.2 Avancée des cartes imprimées — Sorties rivées

Ce paragraphe s'applique aux terminaisons faisant I'objet d'une exigence de rivetage. Il est
permis de définir d'autres exigences dans les spécifications ou les dessins correspondants.

Cible — Niveaux A, B, C

1 L'extrémité de la sortie est paralléle a la
carte et le rivetage est dirigé le long du
conducteur raccordé.

NOTE Les boitiers /(DIP sorties multiples
peuvent avoir de sorties siuées dans les
coins opposés etenue avant
le brasage.

IEC 2836/02

Figure 5 — Avancée de

abble — Niveaux A, B, C

Les sorties partiellement rivées doivent
présenter une courbure suffisante pour
fournir la retenue mécanique nécessaire
au cours du processus de brasage. Il est
permis d'utiliser des directions de courbure
alternées. Il est permis de river partielle-
ment les sorties de coins opposés en
diagonale sur les boitiers a deux rangées
de broches (DIP) pour retenir les pieces au
cours des opérations de brasage.
Il convient de courber les sorties de DIP
vers l'extérieur, en dehors de ['axe
longitudinal du corps.

2 La hauteur de l'avancée au-dela de la
Hoy carte n'est pas supérieure a la longueur

similaire L permise pour les sorties droites
IEC 2837/02 traversantes (voir 5.2.1).

3 La sortie rivée ne réduit pas la séparation
entre les conducteurs électriquement non
communs (H1).

Figure 6 — Avancée de sortie rivée partiellement
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5.2.2 Printed-board protrusion — Clinched leads

This subclause applies to terminations with a clinching requirement. Other requirements may
be specified on relevant specifications or drawings.

Target — Level A, B, C
1 The lead end is parallel to the board and
the direction of the clinch is along the

connecting condu

before solderi

IEC 2836/02

Acceptable — Level A, B, C

Partially clinched leads shall be bent
sufficiently to provide the necessary
mechanical restraint during the soldering
process. Alternate bend directions may be
used. Diagonally opposite corner leads on
DIPs may be partially clinched to retain
parts during soldering operations. DIP
leads should be bent outward away from
the longitudinal axis of the body.

H4

D

2 The height of the protrusion beyond the
board is not greater than the similar length L
allowed for straight-through leads

Hoy (see 5.2.1).

EC 283702 3 The clipched lead does not.reduce the
separation between electrically non-
common conductors (H1).

Figure 6 — Lead protrusion, partially clinched
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Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La hauteur de I'extrémité de la sortie rivée
dépassant la carte est inférieure a L a la
Figure 3.

N

L'avancée de la sortie rivée s'étend au-
dela de L a la Figure 3, hauteur maximale
autorisée pour les sorties droites traver-
santes.

\

Conducteur
non commun

w

La sortie est rivée vers un conducteur
électriguement non commun, réduisant
la séparation et entrainant ainsi une pro-
bable mise en court-circuit.

IEC 2838/02

N

Les sorties rivées/ partiellement pour retenir
les pieces doiveni étre consjdérées comme
des sorties p&n rivéés et doivent respecter
les exigenges\é des & N

Figure 7 — Sortie rivée — Non confo

5.3 Deécoupage / éboutage des sorties

Ce paragraphe s'applique aux sortles et fils de compsa t » upés ou éboutés pour

ible — Niveaux A, B, C
1 Sortie non déformée.
2 Peu de reste de découpe.

3 Aucun signe de débris de fil.

IEC 2839/02

Fi 8 — Découpage des sorties, cible

<V diametre
T Acceptable — Niveaux A, B, C

1 La déformation de la sortie est inférieure a
la moitié du diametre de la sortie.

2 La longueur du reste de découpe est inféri-
eure au quart du diamétre de la sortie.

3 Aucun signe de débris de fil.

<<V, diamétre —»| [«—<'5 diamétre

IEC 2840/02

Figure 9 — Découpage des sorties — Acceptable
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! )
Non-common
IEC 2838/02 4  Partial clinching of leads for part retention

conductor
shall be considered—as unclinched leads
and shall meet th¢ ement of 5.2.1.

Nonconforming — Level A, B, C

1 The height of the end of the clinched lead
extending beyond the board is less than L
in Figure 3.

2 The clinched lead extends more than L in
Figure 3, the maximum height allowed for
straight-through leads.

3 The lead is clinched toward an electrically
non-common conductor, reducing the
separation so that shorting is likely.

Figure 7 — Clinched lead — Nonconformin

5.3 Lead cutting/cropping

This subclause applies to component leads and wires wt
defined lengths before or after insertion.

Mt or cropped to

arget=<Level A, B, C
Lead is not distorted.
Little cut remnant.

No evidence of wire debris.

%@8 — Lead cutting, target

<Va didmeter

4
T

Acceptable — Level A, B, C

1 Lead distortion is less than half of the lead
diameter.

2 The length of the cut remnant is less than
one quarter of the lead diameter.

3 No evidence of wire debris.

<<V, diameter <<% diameter

IEC 2840/02

Figure 9 — Lead cutting — Acceptable
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>Y, diamétre

Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La déformation de la sortie est supérieure
a la moitié du diamétre de la sortie.

2 Lalongueur du reste de découpe est supé-
rieure au quart du diametre de la sortie.

3 Signe de débris de fil libres.

-—>% diameétre — <>V diamétre
IEC 2841/02

Figure 10 — Découpage des sorties — Non confo

5.4 Préétamage

Il est permis de préparer ou de retoucher les sorties d : minaisons et les
cartes imprimées ne répondant pas aux exigences de 3si par le biais d'un
étamage par immersion dans la brasure chauffee ¢gthode adaptée avant
le brasage. Les zones de cébles étamées ne le ou les brins sous
la brasure. L'effet de méche de la brg g il doit étre minimisé. Le cas
échéant, des dissipateurs thermiqué Y i ur les sorties des piéces
sensibles a la chaleur au cours de I'opé

Le masque de brasufe ne doit pas empiéter sur les plages d'accueil, les trous métallisés ou
autres surfaces conductrices a mouiller ou a recouvrir de brasure.

Le masque de brasure doit couvrir toutes les zones de substrat conductrices non destinées
a étre mouillées ou recouvertes de brasure.

6.2 Mauvaise adhérence

Certains films de masque de brasure permanent peuvent se ramollir et se rider a la tempéra-

ture de brasage, notamment lorsqu'ils recouvrent une finition a sorties étamées sur
les conducteurs. Ceci est acceptable a condition que les éléments suivants soient respectés.
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>Y, diameter

Nonconforming — Level A, B, C

1 Lead distortion is more than half of the
lead diameter.

2 Cut remnant is longer than one quarter of
the lead diameter.

3 Evidence of loose wire debris.

-—>% diameter — <>V diameter
IEC 2841/02

Figure 10 — Lead cutting — Nonconformi

5.4 Pre-tinning

Component leads, terminations, and printed boards not_meeti gsignated solderability
requirements may be prepared or reworked by hot so PLinR| suitable methods

Temporary masksvs o[z [ emoyable without creating damage or leaving residues
which are harmf i the circuit wiring, conformal coating or assembly
connectors, etc.

The solder mask shall cover all substrate conductor areas not intended to be wetted or coated
with solder.

6.2 Improper adhesion

Some permanent solder-mask films may soften and wrinkle at soldering temperature,
particularly where they cover a tin-lead finish on conductors. This is acceptable provided the
following conditions are met.
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